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ELEKTRONIK KARTLARDA MALZEME SEVIYESINDE

ARIZA BELIRLEME

Onder SISER - Elektronik Yiiksek Miihendisi, Yayin Kurulu Baskani

U yazimizda arizah elektro-
Bnik kartlarda elektronik mal-
zeme seviyesinde arizanin
belirlenmesi teknikleri ve adimlari
anlatilacaktir. Burada tum elektro-
nik kartlarda malzeme seviyesinde

arizanin en hizh bulunabilecedi bir
algoritmik yaklasim sunacagiz.

Arizanin giderilmesi rasgele de-
Qil, sistematik ve akilc bir sirayla
olmalidir. Her sistem, cihaz veya
elektronik kart icin adim adim ariza
belirleme algoritmasi olusturulma-
hdir. Arizali sistem veya cihaza ait
bakim kitabinda bu algoritmik ari-
za belirleme bilgileri mevcut dedil
ise, isletmedeki bakimci teknik ar-
kadaslarin tecrUbeleriyle etit edip,
tartisarak olusturulmahdir. Her uyil
teknik ekip arkadaslarimizla etit
edilerek bu bilgiler gincellenmeli-
dir. Her cihaz icin onarim teknik ser-
vis formlarina yapilan tim islemler
kaydedilmelidir. Yil sonu etitlerinde
bu dokumanlar masaya yatirilip
tartisiimahdir, yetersiz kalan ba-
kimlar veya kestirimci bakim ARGE
calismasi yapilmasi gerekiyor ise
bunlar gdzden gecirilmelidir. Olus-
turulacak ariza algoritmasi bakim
onarim kalitesini ve verimi arttira-
caktir. Arizanin kisa stUrede ve hata
yapiimadan giderilmesini saglaya-
caktir.

Onarim atdlyesine gelen elektronik
kartlarda onarimicin takip edilecek
adimlar asagida verilmektedir. Bu
adimlar yaklasik 20 yilhk onarim
ve saha tecribeleri 1siginda hazir-
lanmistir. Onarilacak cihazin nite-
ligine gére bazi adimlar ve yerleri
degistirilebilir, eklentiler yapilabilir.
Arizanin belirlenmesi ve giderilme-
si icin en basit kontrollerden zora
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dodru gitmek ¢6zUmU hizlandira-
caktir. Sistematik ariza belirleme
yaklasimimiz en basit ve hizlh yapi-
lacak testlerden en karmasik olana
dodru olacak sekilde siralanmistir.

1) Teknik servis formu ve bilgi
bankasina kayit; bir nevi hasta
formu gibi dUsUnuUlebilir. Bu form
detayli doldurulmali, onarim islemi
bitip, elektronik kart teknik servis-
ten cikana kadar elektronik kartin
yaninda olmali ve sonrasinda ilgi-
li klasére konulmahdir. Elektronik
kartta yapillan tUm test calisma-
lar1 sirayla bu forma islenmelidir.
Teknik servis yazilimi, yani bir bilgi
bankasi var ise yapilan tim islem-
ler PC ortamina girilmelidir. Bilgi-
sayar ortaminda bilgi bankasi yok
ise, her elektronik cihaz ve altinda-
ki kartlarin isimlerine goére klasér
acllir. Elektronik kart bilgi banka-
st hazirlanmaya baslanilir. Bu kla-
sore; teknik servis formlari, teknik
devre semasi ve ilgili dokumanlar,
elektronik kart resimleri, programli
malzeme yazihmlari (hex veya .bin
formatinda), internet ortamindan
bulunan malzeme datasheet’leri,
kart jumper ayarlari vs. gibi tUm
bilgiler kaydedilmelidir.

2) Fiziksel kontrol; elektronik kart
onariminda ilk adimdir. Kartin bo-
yuklogU ve malzeme sayisi ile dog-
ru orantil en az 10 dakika ince-
lenmesi énerilir. Resim 1.1°de PCye
usb porttan baglanan mikroskop
ve teknik servis akrobat mercekli
lambasi gérulmektedir.
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Resim 1.1 Usb mikroskop ve teknik servis mercekli

lambasi

Elektronik karta degisik acilardan
bakilmali ve dikkatle incelenmelidir.
Arizalar %40’lara varan oranda iyi
bir gézlem ile belirlenebilir. Fiziksel
kontrol elektronik kartin tozlarini
temizlemeden 6nce de yapilmal-
dir. Tozun renginin koyulasmasi, al-
tindaki elektronik malzemenin asiri
akim cekmesine isaret eder ve ari-
za belirleme ile ilgili fikir verecek-
tir. Temizlik sonrasinda da g6z ile
kontrol yapiimalidir. Aradiklarimiz
genellikle sunlardir;
. Rengi degismis bir elektronik
malzeme,
. Sismis veya catlamis bir elektro-
nik malzeme,
. SMD entegre yuzeylerinde az
dahi olsa bir (kilcal) catlaklik,
. Soguk lehim (matlasmis sekil-
de),

. Koklayarak, yanik olup olmadi-
gL,
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. Birbirine bUkuUlerek temas eden
malzeme gdévdesi veya bacag,

. PCB dekirenk degisiklikleri veya
yanik yerler,

. Asiri 1sinan sodutucuya, tas di-
rence, temas eden veya cok ya-
kin olan kutuplu kondansatorler,

. Oksitlenmis vidalar ve PCB Us-
tUndeki yizeyi,

. Akmis kutuplu
veya ni-cd pil,

. BGA malzemeler (lehim tazele-
me yapilmalhdir),

. Konnektdr veya soketlerin pin-

lerinde yamulma veya oksitlen-
me,

kondansator

Bu kontroller ¢cogdaltilabilir. Elektro-
nik kartta bu kontroller sonucu bu-
lunan bazi arizali malzemeler Re-
sim 1.2, Resim 1.3°de gérUlmektedir.

Resim 1.2 Asiri isinarak yiuzeyinde deformasyon olus-
mus 74HCT243.

Resim 1.3 Uzerinden catlamis, sismis ve sivisi akmis

kutuplu kondansatérler.

G&z ile kontrolde bir problem go6-
rolmez ise, diger duyular ile de
kontrol yapili. Ornegdin koku ol-
masi bir trafonun icindeki sargila-
rin yandigina isaret edebilir. Soguk
lehimler (matlasmis veya deforme
olmus) tecribeli teknik personelin
gdzinden ka¢mayacaktir. Cihaza
enerji verildiginde duyulan ¢it sesi
bir elektrik arkina isaret edebilir.

3) Konnektdér ve soketlerin kont-
rol edilmesi; kartin dis donanimlar
ile irtibatini saglayan, tim soket
ve konnektorlerin, GND vidalarinin
ve yuvalarinin fiziksel kontrol edil-
mesidir. Oksitlenme, gevsek kalma
veya bir baglanti pininin zarar gor-
mesi, asiri akim geciren PCB’ye le-
himli pinlerinin soguk lehim olma-
sI vs. gibi bir problem aranmalidrr.
Resim 1.4’de bazi konnektérler go-
rolmektedir.

Resim 1.4 Bazl konnektorlerden érnek gorintiler
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Ornedin oksitlenmis bir soketin
veya GND vidasinin kontak sprey
ile temizlenmesi, problemin ¢6zUl-
mesi ve elektronik kartin calismasi
demektir. Kart Uzerinde oksitlen-
mis soket tespit edildi ise, cihaz
Uzerinde bu sokete yerlesen diger
kisminin da temizlenmesi ihmal
edilmemelidir. Pinlerde yamulma
veya agir kirlenme var ise, temizlik
sonrasl ve konnektorler takildiktan
sonra multimetrenin buzzer konu-
mu ile iletkenlik kontrolU yapilma-
hdr.

4) Sigorta ve koruma goérevi ya-
pan elektronik malzemelerin test
edilmesi; cam sigortalar, gecik-
meli sigortalar, sigorta direncler,
varistorler, parafudurlar, ferrite
beat bobinler, harmonik bobinleri,
tvs diyotlar gibi; akim veya gerilim
harmonikleri koruma malzemele-
rinin oncelikli test edilmesi gerekir.
Resim 15’de bazilarinin resimleri
gorilmektedir.
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Resim 1.5 Bazi sigorta goérevi yapan malzemeler

5) Mevcut ise batarya veya pi-
lin test edilmesi; Ooncelikli test
yapllmasi gereken malzemeler-
dendir. Bu malzemelerin belirli bir
yil d&mro vardir ve tavsiye edilen
sUresi doldudunda degistiriime-
si gerekir. Resim 1.6’da bazi pil ve
batarya resimleri gdrilmektedir.
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Resim 1.6 Bazi batarya ve pil géruonUmleri

Elektronik kartlarda sarj edilebi-
lir (rechargable) oldudu gibi, sarj
olmayanlar da kullaniimis olabi-
lir Saha tecrUbelerimizle, sadece
bu devre elemanlarini dedistire-
rek, duUzinelerce elektronik kartin
probleminin giderildigini g&ézlem-
ledik. Sarjlanabilir olanlar 6mrind
tamamladiklarinda genellikle ic
direncleri azalip besleme akiminin
azalmasina ve elektronik kartin hic
calismamasina sebep olabilmekte-
dirler. Muadil olarak; Ni-cd bir ba-
tarya yerine asla lityum batarya
kullanmayiniz. Elektronik kontrol
ve sarj devreleri farklidir. Aksi hal-
de yangin ve patlama riski vardir.
Ayni tUrden batarya kullaniniz.

6) Elektronik kartin islevinin ve
Uzerindeki malzemelerin tanim-
lanmasi adimidir. Elektronik kartin
mevcut ise devre semalari ve tim
kitaplarinin istenilmesi, taninma-
yan elektronik malzemelerin da-
tasheet’lerinin internet ortamindan
bulunmasi, elektronik kartin hangi
fonksiyonlari oldugunun saha kul-
lanicilart  yardimiyla  belirlenmesi
gerekir. Bu fonksiyonlari yapar-
ken hangi soketlere hangi dona-
nimlarin bagl oldudu da bilinmeli-
dir. Ozellikle sikayetin olugu kisma
odaklaniimahdir. Tom bu teknik
bilgiler elektronik kart bilgi ban-
kasina kaydedilmelidir. Elektronik
kartin devre semasi olmadan, ari-
zasl ile ilgili hi¢bir bilgi bilmeden
de onarilabilmektedir. Bu bilgilerin
olmasi sureci hizlandiracak, verimi
ve basari oranini arttiracak, daha

az emek ile kaliteli onarim sagla-
yacaktir.

7) Elektronik kartin yapamadigi
fonksiyonu yerine getiren devre
blogunun belirlenmesi adimidr.
Yani elektronik kartin sikayetinin
bulundudu kismin, elektronik dev-
re blounun belirlenmesidir. Bunun
icin cihazi en iyi bilen kullanici veya
teknik personelden bilgi almak ge-
rekir. Ornegin sicaklik sensérinden
gelen bilgiyi bir elektronik kontrol
kartinin alamadidi ve cihaz ekra-
ninda gdsteremedigi sekilde bir ari-
za oldugunu varsayalim. Sicaklik
sensdrinin sahada nerede oldudu
ve elektronik kartta hangi sokete
bagli oldudunu en iyi saha teknik
personeli bilir. Bu soketin PCB de
bagli yolu izlendiginde (multimetre
buzzer yardimiyla) genellikle so-
kete yakin, bu islevi yerine getiren
blok devre bulunmaktadir. Sensér
saglam ise, 6rnegdin bir ADC enteg-
resinin veya TVS diyot gibi bir ko-
ruma malzemesinin arizali oldugu
bulunacaktir. Buradan anlasilacadi
gibi, elektronik kartin Uzerinde bu-
lunan tUm elektronik malzemeler
dedil, sikdyetin oldugu elektronik
devre blogu Uzerindeki 5-10 adet
malzemenin testi ile arizali malze-
me hizl sekilde belirlenmis olacak-
tir.

8) Arizali elektronik devre blogu-
nun test edilmesi adimidir. Arizall
elektronik malzemeyi belirlemek
icin tUm test metotlari uygulanir. Bu
test yontemleri, en hizli arizal mal-
zemenin belirlenebilecedi basitten
detayl testlere dogru bir siray-
la asadida verilmistir. Bu testlerin
arizanin indirgenebilecedi elektro-
nik kart Uzerindeki devre bloguna
oncelikle tatbik edilmesi, arizali
elektronik malzemeyi belirlemeuyi
hizlandiracaktir. E§er ariza bir bol-
geye indirgenemiyor ise elektronik
kartin tamamina asagidaki testler
uvygulanmaldir. E§er sistematik bir
disiplin icerisinde hicbir malzemeuyi
atlamadan testler yapilirsa basa-

29

2023/1 Haber Bulteni

r-orani %100 seviyelerine varabil-
mektedir.

8.1. Kisa devre testi; elektronik
kartta &zellikle besleme (Vcc) ve
toprak (GND) arasinda kisa dev-
re olan malzemelerin bulunmasini
saglar. Multimetre buzzer konumu-
na alinarak, Vcc - GND arasina do-
kunulur. Buzzer 6tiyor ve 0 Ohm a
yakin deder veriyor ise, Vcc - GND
arasi kisa devredir. Kisa devre olan
elektronik malzeme LCR metre
yardimi ile birka¢c dakikada bulu-
nabilir. Bilindigi gibi elektronik kart
Uzerinde, dUzinelerce elektronik
malzeme VCC-GND arasinda bu-
lunmaktadir. LCR metrenin R kade-
mesi ile tUm bu malzemelerin Vcc
ile GND ye irtibatl olan bacaklari
test edilir. En kUcUk diren¢ dege-
ri gdzlemlenen kisa devre arizasi
olan malzemedir.

8.2. Elektronik karta enerji veri-
lerek TP (Test Point) noktalarinin
kontrol edilmesi. Profesyonel Gre-
ticiler arizanin bir elektronik devre
bloguna indirilmesi i¢cin TP nokta-
lar1 olustururlar. Elektronik kartlar
sahada arizalanip, firmaya geri
déndigunde kolay arizali malze-
menin belirlenmesi, program yuok-
lenebilmesi veya ayar (kalibras-
yon) yapilmasi gibi islemler icin bu
noktalar kullanilir. Uretici firmalar
TP noktalarindaki olmasi gereken
sinyal degerlerini genellikle pay-
lasmaz. Karta besleme enerijisi ve-
rilerek, saglam sinyal bilgileri ari-
zal kart ile karsilastirilir. Ornegdin
bir devre blogunun girisinde sinyal
var, ama c¢ikisinda yok ise, blok
devre arizaldir. Her elektronik kart
icin PC ortaminda olusturulan bilgi
bankasi klasérine, TP sinyalleri de
kaydedilmelidir. Sahanizda calisan
tUm elektronik kartlariniz icin olus-
turacaginiz detayl agiklamal bilgi
bankasi; kaliteli ve noktasal ariza
belirleme, ariza belirlemenin hiz-
lanmasi ve dolayisiyla emek-para
kazanimi, sizlerden sonra teknik
servis ortamina gelen arkadasla-
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rin zorlanmadan problemleri ¢&z-
mesi demektir. Daha énceki haber
bultenlerinde yayinlanan TP testi
yazisina erismek icin tiklayimniz.

8.3. Empedans Testi; belirlenen
blok elektronik devrede veya
elektronik kartin tamaminda, tiUm
elektronik malzemeler empedans
(VI veya ASA) testi ile test edilip
arizal elektronik malzeme kisa si-
rede belirlenebilmektedir. Elektro-
nik kart tamiri icin olmazsa olmaz
en temel test metotlarindan biri-
dir. %95 seviyesinde kart tamirinde
arizall malzeme belirleme basarisi
saglar. Elektronik karta besleme
enerjisi verilmez ve kartin semasini
da bilmeye gerek yoktur. Daha én-
ceki haber builtenlerinde yayinla-
nan empedans testi yazisina eris-
mek icin tiklayiniz.

EFL VI Tester-TFT cihazi ile Resim
1.7’de karsilastirma esnasinda bu-
lunan bir fark gérilmektedir. Fark
bulunan malzeme bacadr devre
icerisinde baska malzemelere de
baghdir. Bu noktaya bagl olan bir-
kac malzeme devre disina alinarak
VI egrileri ile kisa sUrede 6l¢ulebi-
lirler. Arizali bulunan malzemenin
devre icerisinde ayni yoluna bagl
olan diger malzemeleri de test et-
mekte fayda vardir. Ayni yol Oze-
rinde birka¢c malzeme zincirleme
arizalanmis olabilir. Devre disina
alinan malzeme ne olursa olsun VI
testi ile saniyeler seviyesinde testi
yapilabilmektedir.

Resim 1.7. Elektronik kart karsilastirmasinda arizali

malzemenin bulundudu nokta.

8.4. Programli malzeme testi;
programlayici  kullanarak, prog-
ram bulunduran malzemelerin test

edilmesi, programlanmasi ve sis-
tem yedeklerinin (back-up) alin-
masidir. Program yededinin ariza
yapmadan énce alinmasi tavsiye
edilir. Yedek alinmis ise kartin ona-
rimi kolaylasir. Envanterinizde cali-
san tum elektronik kartlarin prog-
ram yedeklerinin bilgi bankasina
kaydedilmesi cok 6nemlidir.

Elektronik malzeme ariza belirle-
mede en énemli konulardan biri-
dir. Calisan program yedegdi alind
ise, gelen arizali kartlarda prog-
ramlayici yardimiyla programlari
karsilastirilip (verify, compare gibi)
kolayca test edilebilir. Programl
malzemeler ile ilgili daha énce ha-
ber builteninde yayinlanan yaziya
erismek icin tiklayiniz.

8.5. Fonksiyonel test; elektro-
nik malzemelerin devre icerisinde
veya disinda enerji verilerek test
edilmesidir. GUnUmuUzde halen pa-
hal cihazlar oldugundan VI testleri
daha populerdirler.

8.6. Boundaryscan test; BGA (Ball
Grid Array) kilif yapisindaki mal-
zemelerin pinleri (bacaklari) kilifin
altindadir ve test ederken prop ile
dokunarak test edilemezler. Bu ve
benzeri kompleks entegreleri dev-
re icinde test etmeye yarayan me-
tot boundaryscan test metodudur.
Ayrica bu kilif yapisinda ve iceri-
sinde yazilm bulunan programli
malzemeleri devreden sékmeden
okuyup yazabilir. JTAG komisyonu
tarafindan gelistirilen bu test yén-
temi bazi programlayicilarda mev-
cuttur. Buna ICSP veya ISP &zeligi
denilir. Programlayicidan 5-6 adet
kablo programlanacak malzeme
pinlerine irtibatlanir. Programlayi-
cl hangi malzeme pinlerine hangi
kablolarin irtibatlanmasi gerekti-
Jini secilen malzemeye goére vere-
cektir. ilgili baglantilar yapildiktan
sonra sanki malzeme devre disinda
programlayici Uzerinde islem yapi-
lir gibi; oku, yaz, verify vs. gibi is-
lemler yapilir. Bu konu ile ilgili daha
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dnce haber bilteninde yayinlanan
yaziya erismek icin tiklayiniz.

8.7. Termal test; elektronik kartta
termal kamera cekimi yapip, sag-
lamiyla kiyaslayarak, hizli arizali
malzemeyi bulmaya ydnelik testtir.
Asirl 1Isinan malzemeler muhteme-
len arizali, isinmayan malzemelere
ise besleme enerjisi gelmiyor gibi
hizl yorumlar yapilabilir.

8.8. LCR metre ile hassas test;
elektronik kartta hi¢c fark buluna-
maz ise pasif malzemeler iki ariza-
Il kartta hassas test edilir. Ornegin
soldaki kartta LCR Metre R kade-
mesi ile bir direncin Uzerine doku-
nulur. Ayni malzemeye sagdaki
kartta da dokunulur. Birkac Ohm
seviyesinde fark var ise birer ba-
caklar kaldirllir ve tekrar olculor.
TOm iki ve U¢ bacakli malzemeler-
de bu élcme uygulanir. Bu sayede
toleransi az oranda dedisen ama
gdrevini yapamayan malzeme-
ler, PCB Ustindeki soguk lehimler,
kurumaya yoz tutmus elektrolitik
kondansatorler vs. gibi arizalar
tespit edilebilir.

Yukaridaki malzeme testleri ile
arizal elektronik malzeme belirle-
necektir. Onarim isleminin basarili
sekilde sonlanmasi icin asadidaki
adimlarin da yapilmasi gerekmek-
tedir.

9. Arizali malzemenin d0gum nok-
tasindaki (ona bagh olan) diger
malzemelerin test edilmesi. Ariza
sebebi, ayni yol Uzerinde birden
fazla malzemeyi bozmus olabilir.
Bu sebeple PCB Uzerinde ayni nok-
taya bagll malzemeler PCB’deki
yollar izlenerek bulunmali, bu mal-
zemeler gerekiyor ise emin olmak
icin devre disinda test edilmelidir.

10. Belirli dmri olan (miadli) mal-
zemeler degistirilir. Ornedin dev-
renin besleme katinda bulunan ku-
tuplu kondansatérlerin iclerindeki
krem yapl, ortam sicakhgina gére
5-10 yil gibi surelerde kurur, gére-
vini yapmamaya baslar. Onerimiz
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sahada en az 6 yil calismis kartlar-
da, bu malzemelerin degistirilme-
sidir. Sistemdeki calisma omrinU
tamamlayan; motorlar, valf veya
sensorler vs. gibi elektronik malze-
meler periyodik bakim takvimine
gore dedistirilmelidir. Mekanik mo-
tor veya rulmanh yataklara, valfle-
re vs. zamaninda bakimlari yapil-
mahdir. Aksi durumda onlari siren
elektronik devreler, asiri akim ko-
rumalari yok veya yetersiz ise bo-
zulmalarina sebep olur.

11. Yollarin kontrolU ve yaniklarin
kazinmasi. PCB Uzerindeki yolla-
rin fiziksel kontrolleri yapilimal,
catlama, deformasyon veya kop-
ma suphesi var ise iletkenlik testi
yapiimalidir. Yol direnci testlerinin
hassas sekilde LCR metrenin R ka-
demesi ile yapilmasi énerilir. Yolda
kopukluk var ise disi izoleli kablo
ile jumper teli atilip, tel baz yer-
lerden sicak silikon ile tutturulur.
Aksi takdirde vibrasyonlu cihazlar-
da bu telin lehim noktalarina stres
uygulayip lehim catlamasi yapar.
PCB Uzerindeki yaniklar direnc et-
kisi gosterecedi icin, maket bicagdi
ile kazinmahldir. PCB de yanik izi
ve lekesi kalmayacak sekilde ka-
zinir. Agir yaniklarda bazen elekt-
ronik kartin oyulmasi gerekebilir.
Bu oyukta yol kopugu olusmus
ise, saglam elektronik kartin yanik
olan yerdeki elektronik malzeme
bacaklarindan yollarin baglantila-
ri karsilastirmasi yapilir. Multimet-
re buzzer konumuna alnir, irtibat
kopudu olan yollar tespit edilir ve
jumper teli uygulamasi yapilir.

12. Lehim Tazeleme. Ozellikle yuk-
sek akim gecen yollardaki malze-
melerin lehimleri mutlaka tazelen-
melidir. Bununicin lehimin tamamini
almaya gerek yoktur. Havya ile 1si-
tilir ve pasta gerektirmeyen kaliteli
lehim teli ile biraz lehim verilir. PCB

yolu ve malzeme bacadi havya ucu
ile ayni anda isitilmalidir. Bu islem
yaklasik 1-2 saniye surer. Lehimle-
rin parlak olmasi saglanir. Israrla
parlak olmayan lehimler (matlas-
mis, soQuk lehimler) vakum hav-
ya yardimi ile alinarak yeni lehim
yaplimalidir. Burada lehim tazeme
yaparken, malzeme bacaklarinin
PCB Uzerindeki yola temas etmele-
ri onemlidir. Temas edecek sekilde
lehimleyiniz. Temas yok ise, elekt-
ronik malzeme bacagi ile PCB yolu
arasinda akim iletimini lehim sag-
lar. Calisma esnasinda asiri 1sinan
lehim zamanla soguk lehim olacak
veya akim gecirmeyecek sekilde
catlayabilecektir.

13. Kimyasal Temizlik; lehim ka-
lintilari ve yaniklari direng 6zelligi
gdsterir. Bu lehim kalintilarinin te-
mizlenmesi gerekir. izopropil alkol,
saf alkol veya bu islem icin 6zel sa-
tilan kimyasallar kullanilir. Kimya-
sallarin hepsinin solunmasi kanse-
rojen olduklarindan tehlikelidir. Dis
ortamda veya hava emisini disari
atan, aspire eden davlumbaz altin-
da bu islem yapilmalidir. Kimyasal
temizlik yapip kart kurumadan
enerjilideneme yapilmamasi gere-
Kir.

14.Ayarlarin  Yapilmasi; Elektro-
nik kart Gzerindeki jumper, on-off
switch gibi degiskenler, kartin de-
nenecegdi ayarlara getirilmelidir.
Sistemin calisma mantigini bilen
teknik arkadaslardan yardim alin-
malidir. Adres anahtarinin yanlis
ayarlanmasi ayni bus (veri yolu)
Uzerinde veri cakismasina (collisi-
on) sebep olabilir. Ornedin onarilan
medikal bir cihaz ise deneme 6nce-
si ayar gerektirebilir. Cihazin teknik
kitaplarindaki ayar prosedurlerinin
adim-adim yapillmasi gerekir.

15.Elektronik Kartin Denenmesi;
14.ncU0 adimdan sonra elektronik
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kart denemesi yapllir. Elektronik
kartin denemesi érnegin bir besle-
me devresi veya modulu ise teknik
serviste kolayca yapilabilir. Enerjili
test yapilacadi icin yalniz olunma-
malhdir. Bircok kartin sahada cihaz
Uzerinde denenerek basari durumu
anlasilabili. Sahada cihazin baki-
mini yapan ve iyi taniyan, cihaz so-
rumlusu tarafindan denenmelidir.
Asla onun disinda bir deneme giri-
simi yapilmamalidir. Karti onaran
kisi veya teknik servis sorumlusu,
deneme esnasinda cihaz sorumlu-
su teknik personeli izleyebilir. Gere-
kirse bir uyarida bulunabilir, ama
elini sirmesini dnermeuyiz. Bir kari-
sikhk olmamali, deneyen yanls bir
islem yapmamalidir. Eger mikro-
kontrolcUlU veya data bus Uzerinde
gbdrev yapan bir interface elektro-
nik karti deneme sonucu calismadi
ise, bu deneme birka¢ defa yapi-
labilir. Bazen buffer (ram) yapilar-
da kalan bir hata bilgisi bu arizanin
devam etmesine sebep oluyor ola-
bilir. Hard reset yapip, kondansa-
torlerdeki gerilimi de desarj edip,
biraz bekleyip tekrar deneme ya-
pilmaldir. Bu denemelerin birisinde
cahsabilir. Eger israrla calstirila-
madi ise, basarisiz olundu ise, tek-
nik servise geri gbéturup yapilan is-
lemler gézden gecirilir. Belki arizali
olan fonksiyon calismis, fakat bas-
ka bir ariza sekli de gozlemlenmis
olunabilir. Bu arizaya odaklanilr.
Teknik servis incelemesinde belki
yanhs muadil kullaniimis veya géz-
den kacmis bir malzeme testi vs. ile
karsilasilabilir.

Kaynaklar;

1-Kitap, ‘Elektronikte Ariza Bulma
ve Giderme Teknikleri-1, Onder Si-
SER

2-Kitap, ‘Elektronikte Ariza Bulma
ve Giderme Teknikleri-2’, Onder Si-
SER



